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背　　景
　磁気記録の高度化を目指し発展してきたスピントロニクスですが、IoT時代へのさらなる貢献を目指し、高感度な
センサーやウェアラブルなデバイスへの展開が期待されています。

概要・特徴
　硬いSi基板上に形成されてきたスピントロ
ニクスデバイスを、柔らかい基材の上に直接
形成することに成功し、実用展開の可能性を
広げました。

技術内容
●ススピン素子をフレキシブル基板上に実装
することに成功し、ひずみ方向のセンシン
グや超高感度ひずみ量検出を実現
●生体モーションをスピントロニクス素子で
同定可能であることを初めて実証
●広く世の中に普及しているスピントロニク
ス素子＝磁気トンネル接合(MTJ)をフレキ
シブル基板上に直接形成することに成功

社会への影響・期待される効果
　スピントロニクスデバイスに柔らかさを付与することで、メカニカルなモーションセンサーやウェアラブルデバイス
へスピントロニクス素子の優位性を活かしていくことが可能となります。特に、IoT用途を目指し、集積化されたウェア
ラブル知能センサーシートや無電源でメカニカルモーションを記録できるレジスタなどへの展開が期待されます。また、
スピントロニクス材料の力学的性質と磁性の関りを原子・ナノスケールから理解することで、デバイスの性能向上や機
能創発につながる可能性があります。

▼

柔らかいスピントロニクスデバイスの開発
Development of flexible spintronics sensors
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